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Die internationelen Messen CES 2019
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Trend: Entwickler von MicroLED-
Displays unternehmen grofe Anstren-
gungen und es ist zu erwarten, dass
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schon bald verdringt
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Flexible, zuverlassige
Supply-Chain-Losungen
Qualitative hochwertige
Basismaterialien

und Prepregs

Ventec ist Spezialist fiir die Herstellung
von hochwertigen Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen in alle Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, GrofBbritannien, Deutschland

und den USA ist niemand besser positioniert,
um die Bedirfnisse der globalen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.
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T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact(dventec-europe.com
¥ Follow (@VentecLaminates

www.venteclaminates.com
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Eine Forschergruppe unter Empa-Regie hat das Recycling von Gold, In-

dium und Neodym aus elektronischen Geriten niher beleuchtet

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Réumliche Elektronik auf Basis
von keramischen Schaltungstragern
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Robotron — 50 Jahre Pioniere der Informationstechnik

KMU proben im Forderprojekt InnoDiZ
die virtuelle Zusammenarbeit
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FlowCAD bietet eine umfassende Ldsung
fiir den gesamten CAD Flow.

Ausfiihrliche Informationen
zum aktuellen OrCAD / Allegro Release:

info@FlowCAD.de, Tel.: +49 89 4563-7770

Cadence erweitert seine PCB Produkte stetig und liefert
regelméaBig neue Funktionen, die fiir Qualitét, Innovation
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